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2-1. Chiplet Summit 2026 

2-2. HIR Annual Meeting

チップレットインテグレーション標準モデルについての議論
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2025年度の体制

ヘテロジージアスインテグレーションTG

ハードウェアセキュリティ検討TG

チップレットソリューションPG

主査 ：佐藤
副主査 ：福場

リーダー ：佐藤

リーダー ：永田

• 標準化や業界活動の動向調査（HIR、Chiplet Summit）

• 業界団体との情報交換会（ASRA、SEAJ）

• 情報共有のための勉強会

• チップレットにおけるセキュリティー実装方法の議論

• 国際的な動向の調査

• IEC等における標準化への対応

• ICSS-JCとのジョイントワーキング
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SFO

Annual Meeting

Hilton Santa Clara
(宿泊先)

Semi本社

空港からホテルまでは車で30分くらい
(Uber、Lyft等のRide Shareが便利)

2月17～19日

2月19～20日

Location: Silicon Valley

シリコンバレー
アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ南部のサンタクララやサンノゼ一帯を指す通称で、半導体（シリコン）産業を中心に、

IT、ソフトウェア、インターネット関連のハイテク企業や大学、研究機関、ベンチャーキャピタルが世界中から集積

アメリカ西海岸

カリフォルニア州
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出張概要
目的： チップレット技術に関する最新動向調査

期間： 2026年2月17日～2月19日（19日はHIR Annual Meetingに参加）

場所： 米国カリフォルニア州 サンタクララ コンベンションセンター（参加費：$1,895）

サマリー
• チュートリアル

半導体製造の微細化が限界に達しつつある中、複数の小さなチップ（チップレット）を組み合わせて1つの大きなチップを作る「チップレット
技術」が次世代の標準となっている。コスト削減や開発期間短縮といった基本概念から、それを支える高度なパッケージング技術、さらに
は1,000個規模のチップレット統合という設計上の課題、そして業界標準化（Open Chiplet Economy）によるエコシステムの構築
について。

• パネルセッション
データセンターのエネルギー効率、チップレットの統合及び相互運用性、AI設計の最適化、パワー管理、ソフトウェアの検証といった重要な
テーマに関してパネルセッションが行われた。チップレットが将来のAIにどのように寄与できるか、そしてそれに関連するさまざまな課題も探求
された。

• キーノート
キーノート・スペシャルプレゼンテーションのスピーカーは、スポンサー企業（Synopsys、Fraunhofer、
Alphawave SEMI、Silicon Catalyst、Siemens、UCIe Consortium）からだった。
UCIe Consortiumからは、ChairのDebendraが登壇し、UCIe3.0へのアップデートに関した講演だった。

• セッション
Design/Security、Packaging、D2Dインターコネクト、HBM関連、テスト関連のセッションがあった。その中
でもUCIeに関する発表が多かった。また、展示ブースでもCadence、Synopsys、Siemensの大手
EDAベンダーはいずれもUCIeテストチップのデモを行っていた。

Debendra Das Sharma
Chair, UCIe Consortium
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出張概要
目的： HIRの活動調査・日本からの参画についての議論

期間： 2026年2月19日～2月20日

場所： 米国カリフォルニア州 ミルピタス Semi本社（参加費：IEEE会員$125）

サマリー
• 講演

- HPCに関して: Hai Ah Nam（HPC Technology Department Head, Lawrence Berkeley National Laboratory）
- ウェアラブル超音波技術: Sheng Xu（Professor, Stanford University）
- 先端パッケージ技術: Doug Hackler（President and CEO American Semiconductor）
- Fraunhoferの取り組み: Christine Kallmayer（Fraunhofer）

• TWG Member Activities1（DAY1 13:15～17:30）
- HIRのCHAPTER2～13をテーマに、TWG間で議論
- 5つのグループに分かれてロードマップに関する議論

• TWG Member Activities2（DAY2 8:00～12:15）
- 前日のロードマップに関する議論の結果をグループ毎に紹介
- HIRのボランティア活動にどうしたら参加してもらえるか
- HIRのボランティアが長く続けてくれるようにするにはどうすればいいか



半導体標準化専門委員会－半導体システムソリューション技術委員会

2026年3月6日(金)
第18回 LPBシステムソリューションフォーラム2-2. HIR Annual Meeting

HIRへのボランティア参加したい人のためのリンク

https://app.smartsheet.com/b/form/8f2416aa083f4b738e1d8c4e5cb2644f

Contributor: 年間を通して活動
データや技術的知識を提供し、多くの場合、章の一部を執筆します技術文書と読みやすさ
についてフィードバックを提供

Reviewer: 活動は1～３月
TWGの章で扱われる技術分野における深い専門知識を有しています。

General Reader: 活動は１～３月
技術文書と読みやすさについてフィードバックを提供します。

どのCHAPTERに参加したいかを選択（複数選択可）

ここから登録すると、CHAPTERのリーダーからレスポンスがあるとのこと

https://app.smartsheet.com/b/form/8f2416aa083f4b738e1d8c4e5cb2644f
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HIRへの最新情報を定期的に受け取るための登録リンク

https://app.smartsheet.com/b/form/403434a83919404189e3ed3cc59ac11d

ヘテロジニアス・インテグレーション・ロードマップ（HIR）は、半導体デバイスや実装プロセスに依存するシステムアプリケーション
を支えるために、必要な技術の進化の道筋を示すことを目的とした取り組み
• 経験豊富なボランティアが中心となり、技術要件・研究課題・将来の解決策を整理して策定
• 産業界・学界・政府の技術リーダー間での競争前（Pre-competitive）連携を促進し、技術進歩を加速
• 今後15年間の技術動向について、包括的かつ戦略的な予測を提供
• 新興デバイスや新材料については、最大25年間の長期的な研究開発見通しも提示
• IEEE（EPS, Photonics, EDS）、ASME、SEMI などの主要団体が支援
また、今後のイベントや機会、ロードマップの年次更新情報を受け取るために、連絡先情報の登録が案内されている

https://app.smartsheet.com/b/form/403434a83919404189e3ed3cc59ac11d

	スライド 1: チップレットソリューションPG紹介 ヘテロジーニアスインテグレーションTG ハードウェアセキュリティー検討TG
	スライド 2
	スライド 3: 　　1. チップレットソリューションPGの体制
	スライド 4: 　　2. Chiplet Summit & HIR Annual Meeting
	スライド 5: 　　2-1. Chiplet Summit 2026
	スライド 6: 　　2-2. HIR Annual Meeting
	スライド 7: 　　2-2. HIR Annual Meeting
	スライド 8: 　　2-2. HIR Annual Meeting

